
Wafer - Epi - Front process - Backend - Packaging - Module - Cooling 冷却
- Mechatronical Integration 機電一体 - Car Body. - Auto

Critical technology point → solution
1,   Wafer and Epi → Showa Denko is preferable
2,   Front process know-how → Japanese SiC engineers assembled 
3,   Mechatronical Integration 
4,   Equipment → Japanese equipment makers 
5,   Factory management → 

SiC whole business opportunities 
Wideband Gap semiconductor 

Whole automobile business process as example



1.  Wafer & Epi → ｔｈｅ most critical point



2,   Front process know-how → 
Japanese SiC engineers assembled 

SiC Mosfet Process technolgy transfer is second key. 
Now we ask to join 3 retirement engineers for SiC front 
and end process. 



2-2, Japanese SiC engineers assembling 



＋
モータ
トラクション用SRM

インバータ

機電一体

●効果

●目的：機電一体モータのためのSiC回路技術の構築

SiCインバータ搭載による
モータの小型・軽量化
低消費電力化
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3,   Mechatronical Integration 機電一体



◆発熱条件

最大：97.6℃

最大：167℃

温度分布

MOSFET

SBD

・雰囲気温度 ：90℃
・水冷 :40℃
・流量 ：10L/min
・モータ回転数 ：4000rpm
・モータトルク ：86Nm

パワーモジュール 平滑コンデンサ

発熱部 発熱量 発熱部 発熱量

MOSFET 186W 素子 0.95W

SBD 50.2W バスバー 3.86W

平滑コンデンサ

SiCモジュール

平滑コンデンサ

SiCモジュール

インバータ部のみ
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3,   Mechatronical Integration 機電一体



4,   Equipments and special tools

• See	attached	sheet.



5,   Factory management → Taiwanese Candidate 

• Last	most	critical	point	is	Factory	big	manager.		I	will	introduce	very	
good	candidate.

Chinese，Japanese and Taiwanese engineers optimal 
management systems is critical.


